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镀 镍 防 钝 化 工 艺 及 应 用
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前 言 3 原 理

镀镍的线路板
,

由于镍层表面易形成一层致密

的钝化层
,

给以后焊接带来不少麻烦
,

线路板装插元

件后焊接时浸锡锅就出现造成上锡困难
,

虚焊
。

为此

我们专门把它作为一个课题进行了研究和试验
,

即

在镀镍后增加一道后处理工艺
,

既可防止镀镍钝化
,

又解决了镍的可焊性问题
,

还可以直接用于浸锡
,

所

得锡层均匀
、

光亮不易生技晶
,

我们把这种处理称防

钝化工艺
。

用 30 倍显微镜观察
,

这层防钝化膜为无色致密

的漫反射透明膜
,

特别适合集成块在线路板上打线
,

该膜层覆盖于镍的表面不使镍与氧发生结合而影响

焊接
,

膜层经实际测试和应用
,

既能导电
,

又能在高

温中溶解破坏
,

保证了镍的焊接性能
。

目前已经成为

我厂电子玩具线路板生产中不可缺少的关键性工

艺
。

含氮
、

磷
、

硫等的有机化合物
,

能提供未公用的

电子对
,

由于镍在 d 电子层具有未充满的电子轨道
,

在一定的介质环境下
,

能接受那些有机物的未公用

的电子对与镍形成新的化合物吸附于镍的表面
,

形

成一层致密的化学吸附膜
,

这就是镍的防化学钝化

膜
,

它在一定程度上阻止了镍与氧的结合
。

这层有机

膜既导电
,

又能在高温的锡锅中溶解
,

保证了镍的原

有的可焊性
,

同时这种防钝化膜阻 止了氧与镍的作

用
,

可使镀镍的产品的可焊性周期延长半年
,

甚至几

年仍能保持镍在活化状态下的焊接性能
。

2 工艺简介

2
.

1 镀镍按常规镀氨基磺酸镍或半光亮镍
,

镀亮镍

硬度高
,

不适合线路板
。

一般线路板镀 4一 5 m in 即

可
。

2
.

2 镶锐后处理

镀 镍 后 即 放 在 防 钝 化 的 水 溶 液 中 浸 溃

10 ~ 2 0
5 ,

防钝化液的主要成分为含
一
N

一 、 一
P

一 、 一
S

一

含

孤对电子的有机化合物
,

如三氮哇之类化合物
,

以及

其它添加剂等
,

温度为 20 ~ 35 ℃
。

2
.

3 浸 锡

镀镍线路板印上阻焊剂
,

送总装车间
,

用打线机

将集成块进行打线
,

然后进行防潮
、

封胶后插装分立

元件
,

最后浸上 2
“

助焊剂在锡的熔融状态 下 26 。一

2 7 0℃ 浸焊 2一 3 5 。

4 工艺配方和操作条件

三氮哇 1~ 2 9 / L

络合剂 H Z一 5 9 / L

添加剂 适量

温度
.

2 0~ 35 ℃

PH S一 6

t l ~ 2 m in

此处 t 是指线路板用于手工焊时间
,

若用于浸

焊
,

则 改为 1 0一 2 0 5
。

5 防钝化剂使用方法

关键是必须保持镍的活性状态下使用才有效

果
,

一般线路板镀镍还要经过印助焊剂
、

落料冲孔
、

钻孔
、

微割等几道工序
,

为保证镍的活性状态
,

线路

板的镀镍层必须经过精抛除去表面的氧化层
,

然后

浸在蒸馏水中
,

分批 浸涂 10 一 20
5 ,

温度 20 ~ 35 ℃
。

另外浸锡锅 浸涂时间必须严格按工艺规定执行
,

延

长时间尽管不会 改变镍层防钝化性能
,

但对浸锡锅

不利
。

浸涂后第一道用 自来水洗
,

然后再用去离子水

·
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4

洗
,

随后干燥即可
。

防钝化工艺应用范围

1 应用于镀银线路板

原来线路板镀镍后 不采 用 防钝剂送 入 总装车
,

产生上锡困难
,

焊点上 锡不均匀
,

有时还浸 不上
,

虚焊现象严重
,

即使浸 二 次锡也 不能解决
,

造成

5.5间锡

集成块严重报废
,

因为集成块不能耐高温时间太长
,

浸锡时间 只能在 2一 3 5

内完成
,

成为总装车间的一

大难题
。

我们通过将近 一年半左右时间
,

从实验 室到

车间反复试验
.

在 1 9 9 6 年 4 月正式将研制的 防钝化

剂用于 生产
,

取得 了满意效果
,

集成块在线路板 上打

线容易
,

线路板易浸焊
,

焊点饱满光亮
,

无虚焊现象
,

同时杜绝 厂集成块的报废 问题
,

取得 了明显 的经济

效益
。

5
.

2 应用到化学镀镍磷合金

众所周知
,

零件表面化学镀镍合金后
,

隔几天表

面就很快暗淡下来
,

高磷合金更明显
,

且与日俱增
。

若 用纸或布用力擦有 明显黑 灰
。

既影响美观
,

又 影响

焊接
,

且耐蚀性下降
,

浸涂该防钝化剂能保持表面原

有的光泽性和可焊性
,

半年多表面仍呈现镍的本色
,

可焊性良好
。

5
.

3 其他金属和合金的应用

钝化剂对金
、

银
、

铜
、

锡等都有效
。

对可伐合金防

钝化和保持焊接性能均有良好作用
。

5
.

4 防止不锈钢
、

钢
、

铁氧化

我们研制的镍的防钝化工艺
,

经过将近一年以

上的生产考验
,

工艺是可行的
,

用于镍的防钝化保持

镍的良好焊接性能是卓有成效的
,

它的应用范 围也

特别 广泛
。

配了一个 2 00 多升的浸涂液
,

经过一年的

批量生产溶液相当稳定
,

所以该工艺 已经达到成熟

使 用阶段
。

用镍防钝化的方法来确保线路板的焊接

性能确实是一个很好的方法
。

(修回 日期 1 9 9 7一 0 3一 3 1 )

氯 化 钾 光 亮 镀 锌 及 锌 合 金 镀 液

成 型的零件在酸性镀液中电镀锌或锌合金
,

该

镀液含有一种 或多种锌盐
,

一种或多种其 它合 金组

份的盐类
。

一种或多种导 电盐
,

一种或多种表面活性

剂
,

以 及 一 种 或 多 种 光 亮 剂 A r C ( H )

C ( C O R ’ ) ( C ( ) R
Z
)

,

其中 R ’
为 C 卜 8

的烷 氧基
、

苯氧

基
、

节氧基
、

氨基
、

C 。
烷基胺或 C

; 6一 烷基胺
; R “

为

C
1 4

烷基
、

苯基
,

节基或 仁述 R `
中所列举的基 团

; A r

为苯基或茶基
,

它们可被 l 个 C
, 、

烷基基 团或 C
1 4

烷

氧基 基 团 所 取 代
。

辅 助 光 亮 剂可 用 普 遍 式 为

H
一
(〔 ) A ’

)
。 一

S
一
( A

艺
( ) )

n 一
H 和 R七 S

一
( A

’
( ) )

n l一

H 的化合

物
,

其中 R
3

为 C I
_

: ;

烷基
,

A
、

和 A
:

为相互独 立而 目
.

有 一个烃烯基团 或含有 2
、

3 个 C 原子的烃烯基团

的混合物
,

m 和
n
为相互独 立且表示 l 至 10 。 中 间

的 任意 数
。

在 1 个例子中
,

镀锌液 中含有 Z n
1C

2

1 0 0 9 / I
,

K e l 2 0 0 9 / I
,

H
3
B ( )。 2 0 9 / I

,

蔡磺酸与甲

醛缩合产 物 2 9 I/
,

苯 甲酸钠 2 9 / L
,

脂肪醇聚乙烯

醇 ( 1 0) 醚 1 9 I/
,

以及干基酚聚 乙烯醇 ( 1 0) 醚 (磺酸

化或硫酸化 )4 一 10 9 I/
。

p H 为 4
.

8
,

在黄铜或钢板

上 电镀光亮锌
,

电镀时间为 10 m
: n

。

草奇
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